证券代码：605358                                             证券简称：立昂微
 
杭州立昂微电子股份有限公司
投资者关系活动记录表
                                                              编号：2026-0013
	投资者关系活动类别
	□特定对象调研        □分析师会议
□媒体采访            □新闻发布会         
□现场参观	          ●业绩说明会
□其他        

	时间
	2026年11月3日 13：00-14：00  

	地点/方式
	上证路演中心网络文字互动

	参会人员
	董事长：王敏文；独立董事：吴仲时；董事、副总经理、财务总监：吴能云；董事会秘书：张久海

	投资者关系活动记录
	投资者关系活动主要内容：
1. 问：董事长您好，我来自《证券市场周刊》，请问三季度28nm逻辑芯片硅片产销量如何？另外，公司预期硅片出口量及价格未来会有所增长吗？
答：尊敬的投资者：您好，公司28nm逻辑芯片用轻掺外延片产品已规模化出货。公司预计硅片出口量将稳步增长，当前价格整体处于上行周期，谢谢。

2. 问：请问公司的轻掺硅片与重掺硅片大概的出货量占比是多少。按照公司出货公告测算，目前公司公告中提及的产能（各15万片/月）似乎仍未达满产状态，请问公司相关产能预计何时可达满稼动状态呢。另外公司目前是否考虑拓展海外市场，提前布局相关客户的认证流程，提升公司未来的国际竞争力，谢谢!
答：尊敬的投资者：您好，感谢您对公司的关注。公司半导体硅片业务整体的轻掺硅片与重掺硅片出货量占比约为3：7。考虑产品结构和设备维护等因素，12英寸重掺硅片已满产；12英寸轻掺硅片产品前期因测试片产品价格原因，公司主动控制测试片订单规模，目前产品价格上涨，公司12英寸轻掺产品正在产能爬坡，预计明年上半年可达到满产状态。公司目前正在积极拓展海外市场，成效显著，谢谢。

3. 问：功率器件板块下游需求回暖持续性如何？
答：尊敬的投资者，您好，当前功率器件下游需求持续旺盛，公司功率器件产线满负荷运行。谢谢！

4. 贵司前三季度12英寸硅片收入同比增长近68%，但该业务毛利率仍为负。未来推动高端硅片实现稳定盈利，公司会更侧重提升产能利用率，还是深化与下游晶圆厂在产品认证及联合开发方面的合作
答：尊敬的投资者：您好，感谢您对公司的关注。公司既要提升产能利用率，同时也会不断深化与下游晶圆厂在产品认证及联合开发方面的合作。前三季度公司12英寸硅片业务的毛利率为-1.50%，上年同期为-35.95%，负毛利率大幅收窄34.45个百分点，同比已大幅改善。公司12英寸重掺硅片业务已实现盈利；轻掺硅片业务尚未实现盈利，毛利率持续大幅改善，谢谢。

5. 问：领导，您好！我来自四川大决策 请问，结合三季报，8/12 英寸硅片产能利用率、良率改善，下游功率、模拟晶圆厂客户需求变化？
答：尊敬的投资者：您好，感谢您对公司的关注。受益于人工智能、新能源、智能驾驶等下游应用领域的驱动，公司半导体硅片在手订单充足，下游需求旺盛，产销规模稳步扩张。公司抛光片、外延片产品的良率稳定在98%以上，谢谢。

	[bookmark: _GoBack]其他事项
	1.本次业绩说明会涉及的公司相关内容，请以公司信息披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。
2. 关于公司2026年第三季度业绩说明会的详细情况，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看。未能在公司业绩说明会交流的问题，后续欢迎大家继续通过电话、邮件、上交所e互动平台等方式与公司进行交流。



